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日本支社
会社名 株式会社シンユライトジャパン ShinyU Light Japan Co., Ltd.
住 所 〒105-0012 東京都港区芝大門2-2-1ユニゾ芝大門二丁目ビル6F
設 立 2018年
資本金 800万円
事業目的 LED照明器具設備の製造、開発、企画、卸売、輸出入業及び設置工事業

台湾本社
会社名 軒豊股份有限公司 ShinyU Light Co., Ltd.
住 所 30075 台湾新竹県新竹サイエンスパーク工業東九路7-2 1F
設 立 2010年
資本金 60,000万円
従業員数 50人

ShinyU Light 会社概要
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2005年 技術開発チームにより均一熱伝導プレートの開発開始
2009年 均一熱伝導プレート検証成功
2010年 桃園県巴頓工業區にて会社設立
2011年 国立清華大学と、高出力LED照明器具の熱伝導及び

放熱技術の共同開発設計
工業技術研究院より強化ガラスレンズ光学設計の受託及び技術授権

2012年 ISO9001:2008品質管理システムの国際標準認可証書を取得
CNS15233 街路灯認証、省エネ認証、IP68認証を取得
CE、PSE、PSB認証を取得

2013年 新竹サイレンスパークへ本社移転、資本金は6億円に増額
UL認証を取得
SGS 6000時間光減衰ゼロ試験報告を取得

2014年 LM79認証を取得
経済部エネルギー局省エネ認証を取得

2015年 TILS革新製品賞を獲得
2016年 新竹サイエンスパーク工場拡大

発光効率、防水最適化の開発計画完成
2017年 日本進出向け、駐在員事務所設立
2018年 東京都港区にて子会社

「株式会社ShinyU Light  Japan」設立
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ShinyU Light 会社沿革
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ShinyU Light 筆頭株主紹介

株主 親会社 備考

善存投資(股)公司 Hermes（漢⺠）
http://www.hermes.com.tw/Eng/

1977年創業の半導体関連装置及びFPD関連装置
の専門商社で、中華圏においては業界No.1の営
業力・技術力・サポート力を保有、従業員数
1200人超。

旭德科技(股)公司 Unimicron（欣興）
http://www.unimicron.com/en

世界最大手クラスの台湾上場PCBメーカー。資
本金約580億円、世界各国に生産拠点を15か所展
開、日本においては2011年に世界三大品質管理
賞の日本デミング賞-実施賞を受賞。

均碩国際(股)公司 GPM（均豪精密）
http://www.gpmcorp.com.tw/jp-jp

1978年設立の老舗精密機械設備メーカー、1995
年上場、40年あまりの技術と経験を生かして世
界中から称賛を集めている。

その他
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桃園組⽴⼯場

4



Quality
Delivery

Technology Cost
Service

5

桃園組⽴⼯場
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QC現場・設備

出⼒効率テスト PQC ⼯程検査

出荷前試運転テスト 発光効率・⾊温度テスト 6
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均一熱伝導プレート
ライトエンジン

防水 O–Ring装着 強化ガラスレンズ装着

LED 本体完成 ヒートシンク組⽴

ICパッケージング⼯程
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